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摘要(译)

OEL面板的封装结构包括印刷电路板，至少一个OEL面板和若干凸块。其中，OEL面板具有以阵列结构排列的多个多晶硅焊料互
连。印刷电路板具有多个焊盘，这些焊盘也用凸块实现。至少一个OEL面板设置在印刷电路板上，以通过多晶硅焊料互连和凸块与
印刷电路板电连接。
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